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[Table_Summary] 报告摘要： 

 前道+后道设备占比达80%，大陆市场已迅速崛起 

芯片制造可分为硅片制造、场效应管制作（前道工序，FEOL）、布线（后道工序，BEOL）

和封测四个环节。就设备规模而言，前后道环节使用设备价值量最高，占设备总市场份

额接近 80%，晶圆厂扩产将首先拉动前后道设备需求量。具体到设备类型，刻蚀、光刻、

沉积为市场规模最大的三类设备，2020 年占设备总市场规模的比例依次为 25%、20%、

20%。就地域看，中国大陆市场已成为全球前三大市场，2020 年全球半导体设备订单中

已有 25%来自中国大陆，2013 年该数据仅为 10%上下。 

 缺货潮下晶圆厂大规模扩产，设备市场规模将有望破千亿美金 

疫情打破供给节奏，叠加需求爆发，全球陷入严重缺货潮，部分产品如汽车芯片、网络

通信芯片等缺货情况历史罕见。晶圆厂积极扩产缓解产能瓶颈，根据 SEMI 数据今明两

年全球预计兴建晶圆厂 29 座，其中 12 寸厂 22 座、4/6/8 寸厂 7 座，合计新增产能为

260 万/月(等效 8寸)。分地域看，中国大陆和台湾新建晶圆厂数量最多，两年将分别新

增 8 座晶圆厂。晶圆厂大规模扩产将拉动半导体设备市场规模快速上升，预计 21 年全

球市场规模增长至 953 亿美金，同比+34%，22 年有望突破 1000 亿美金，创历史新高。 

 本土晶圆厂积极扩产，设备需求空间巨大 

国内代工厂&存储 IDM 扩产带来设备巨大需求量。我们统计了中芯国际、华虹、粤新及

长鑫、长存两大存储龙头扩产进度，由此计算各类设备需求量。根据我们的测算，预计

2021 年大陆仅上述五家扩产就将带来刻蚀/光刻/PVD+CVD 设备需求量达 1198/182/2254

台。2021-2025 年，刻蚀/光刻/PVD+CVD 所需设备量 5 年合计值分别为 4513/593/8027

台，其他设备包括炉管、光阻涂胶机、离子注入机、清洗设备等需求量同样巨大。 

 低自给率叠加广阔发展空间，大陆设备商步入高增长机遇期 

大陆设备国产化率低，热处理、刻蚀机国产化率水平低于 20%，其他主要设备国产化率

水平普遍低于 10%。大市场+低国产化率，叠加国际形势不确定性，设备国产化势在必

行，本土设备商迎来快速发展机遇期。现阶段，本土厂商已基本实现半导体设备全链条

覆盖，在刻蚀、炉管、清洗等设备品类已占据一席之地，将大力支持本土晶圆厂扩产需

求。而从中外设备龙头公司体量来对比，国内龙头与国外龙头相差数十倍，发展空间巨

大：营业收入上大陆企业目前基本在 10 亿美元以内，而国外龙头已达到百亿美元级别；

国内龙头均处于盈利初期，净利润不过 1亿美元，而海外龙头净利润在几十亿美元；市

值上，国内龙头达到百亿美元级别，而海外已有市值过千亿美元的龙头。 

 投资建议 

大陆半导体设备产业在经历依赖国外技术阶段、自主研发阶段后，已步入本土替代阶段。

从市场空间看，大陆已成为全球半导体设备最大需求市场，本土 foundry、存储 IDM 等

大规模扩产将推动市场持续增长。从国产化率程度看，各品种设备自给率普遍低于 10%，

少数低于 20%，整体自给率水平偏低。我们认为大市场+低自给率，叠加国产替代大趋

势，大陆整体半导体设备板块迎来黄金增长期，建议关注各细分龙头：北方华创（刻蚀、

PVD、CVD、ALD、炉管等）、芯源微（涂胶显影设备）、中微公司（刻蚀设备）、华峰测控

（测试设备）、芯碁微装（微纳直写光刻设备）、万业企业（离子注入设备）、晶盛机电

（晶圆制造设备）等，建议关注科创板拟上市公司盛美股份（清洗设备）、华海清科（CMP

设备）、屹唐股份（刻蚀设备、去胶设备）等优质企业。 
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 风险提示 

下游代工厂&IDM 扩产不及预期，设备公司技术进步不及预期。 

 

002371.SZ 北方华创 366 1.08 1.42 1.93 338 258 189 推荐 

688037.SH 芯源微 230 0.58 1.10 1.99 395 210 116 推荐 

688012.SH 中微公司 183 0.80 0.80 1.05 228 228 174 推荐 

688200.SH 华峰测控 484 3.25 5.00 6.91 149 97 70 NA 

688630.SH 芯碁微装 73 0.59 0.99 1.47 124 74 50 NA 

600641.SH 万业企业 24 0.33 0.39 0.49 73 62 49 NA 

300316.SZ 晶盛机电 62 0.67 1.10 1.49 93 56 42 NA 

资料来源：Wind、民生证券研究院 

注：北方华创、中微公司、芯源微采用民生证券预测值，其他公司采用 wind 一致预期。 
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1 全球高景气，晶圆厂积极扩产开启设备向上周期 

1.1 前道+后道设备占比达 80%，大陆市场已迅速崛起 

芯片制造可分为硅片制造、场效应管制作（前道工序，FEOL）、布线（后道工序，BEOL）

和封测四个环节： 

1）硅片制造：上游硅晶圆制造公司生产单晶硅棒并将其切割成硅片，使用 CMP 设备对硅

晶圆进行抛光。中游代工厂收到晶圆后对硅晶圆进行湿洗，保证表面没有杂质，为后续在其上

完成场效应管做好准备。 

2）重复多次光刻、刻蚀、沉积，完成场效应管制作：代工厂首先使用 PVD/CVD 设备在晶

圆表面沉积绝缘氧化层，然后使用离心技术涂光刻胶（涂胶）、根据芯片结构图曝光（光刻），

受到强光照部分的光刻胶会失去其保护功能（显影）。接下来用蚀刻设备蚀刻暴露的氧化层，

抛光后在裸露的硅中注入不同杂质离子（离子注入），使其导电率发生改变，形成 PN 结。重复

该流程多次可完成场效应管的制作。 

3）重复多次光刻、刻蚀、沉积，完成布线：在完成场效应管制作后，代工厂使用 PVD/CVD

设备沉积层间绝缘薄膜，抛光后用光刻和蚀刻设备制作导孔，之后再次使用 PVD/CVD 设备沉积

金属层，由此形成一层布线，重复该流程多次可完成芯片电路布线。 

4）封测：代工厂使用热处理系统对晶圆进行钝化处理，以提高芯片的电学性能和可靠性，

然后用探针台检测芯片的电气特性是否合格。合格的晶圆经过磨削处理后交由封装厂进行切

割、黏贴（把 IC 贴到 PCB 上）、焊接（IC 的引线焊接到 PCB 上）、模封。最后对成品进行终测，

检测器件的耐温性、电气特性等。 

图 1：半导体产业链长 

 

资料来源：《半导体制造技术》、《芯事》、民生证券研究院 
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图 2：芯片剖面图与前道工序（场效应管制作）、后道工序（布线）关系图 

 

资料来源：维基百科、民生证券研究院 

 

前道工序+后道工序使用设备价值量最高，从历史数据看，占比接近 80%。在半导体制作

流程中需要用到大量设备，如硅片制造过程需要长晶炉、切割、CMP、清洗等设备；前端工艺

（场效应管的制作）需要 CVD、PVD、涂胶器、光刻机、显影机、蚀刻机、CMP、离子注入设备，

后道工艺（布线）与前道工艺设备相似；封测环节需要用到单晶圆热处理系统、晶圆探针、研

磨机、切割机、芯片焊接机以及终测设备等。前端工艺和后端工序由于“制作难度较高+需重

复多次”，设备价值量在整个工艺流程中最大。而对于存储器件与逻辑器件而言，前道与后道

的设备价值又有所不同：存储器用于存储，需要更多的特殊结构晶体管以及电容，因此前道设

备价值占比更高；而逻辑器件用于计算，需要更多布线层并且不需电容，因而后道设备价值占

比更高。 

历史看，逻辑、存储交替带动半导体设备销量增长。1996-2001：1996 年 DRAM 泡沫破灭，

此后几年逻辑芯片成为半导体设备的主要增长驱动力，如 intel 的奔腾处理器。2001-2007：

逻辑芯片由于微缩制程限制，增长有限，因此 NAND Flash 接替成为新增长动力，我们以东京

电子订单为例，期间每季度约有 40%-70%订单来自 DRAM&Flash。2008 年开始，代工厂&逻辑芯

片再次成为主要增长驱动力。2014 年开始，存储周期向上，存储设备占比再次提升。 
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图 3：半导体生产各环节市场规模 

 

资料来源：SEMI、WSTS、民生证券研究院 

注：封测各环节中 “芯片焊接机”、“单晶圆热处理系统”和“分选器”为 2013 年数据，“晶圆探针”、“研磨机”、“切割机”为 2017 年数

据，其他环节数据均为 2019 年数据。 

 

图 4：全球半导体销售额（按制作工序分类） 

 

资料来源：SEMI、WSTS、Gartner、民生证券研究院 
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图 5：全球半导体销售额（按逻辑、存储、代工分类） 

 

资料来源：东京电子、民生证券研究院 

 

具体到设备类型，刻蚀、光刻、沉积为市场规模最大的三类。2020 年刻蚀设备、光刻设

备、沉积设备市场空间大小分别为 177、153、142 亿美元，占市场占比分别为 25%、20%、20%。

剩余设备中，用于前道检测、后道检测、封装、清洁、离子注入的市场占比分别为 11%、9%、

6%、4%、2%。目前，主要半导体设备均由海外厂商垄断，大陆企业积极布局，已在部分领域取

得突破，后续报告将重点分析。 

图 4：2020 年半导体生产设备市场规模（十亿美元）  图 5：2020 年半导体生产设备市场占比 

 

 

 
资料来源：SEMI、WSTS、Gartner、民生证券研究院  资料来源：SEMI、WSTS、Gartner、民生证券研究院 

注：刻蚀设备包括刻蚀、CMP 设备；光刻设备包括涂胶、光刻、显影设备；沉积设备包括 PVD\CVD 设备；前道检测包

括探头检测等；热处理设备包括氧化膜沉积、钝化处理等；封装包括磨削处理、切割加工、粘合成型等。 

就地域看，全球半导体销售额上涨显著，大陆已超越台湾和韩国成为第一大市场。近年以

来全球的半导体设备总销售额飞速上涨，且美日韩以及中国台湾占据主体的格局，已经中国大

陆打破。可以看到，2014 年起，伴随中国半导体产业向自主研发迈进，全球半导体设备订单

中来自中国大陆的占比由 2013 年的 10%以下，迅速提升至 2020 年 25%上下，成为第一大市场。 
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图 6：大陆半导体设备市场发展迅速（当季值，十亿美元） 

 

资料来源：wind、民生证券研究院 

 

1.2 缺货潮下晶圆厂积极扩产，设备市场规模将有望破千亿美金 

疫情打破供给节奏，叠加需求爆发，全球陷入严重缺货潮。2020 年底各类芯片进入缺货

潮且目前暂无缓解迹象，代工厂持续满载下开启扩产周期。部分产品缺货情况历史罕见，如汽

车芯片、网络通信芯片都为历史最大缺货潮。部分业内人士如瑞芯微董事长，曾表示本轮缺货

潮为几十年难遇。 

图 7：部分代工厂产能利用率（%） 

 

资料来源：wind、民生证券研究院 

注：联电 Q2 产能利用率为 100%+。 

 

全球晶圆厂积极扩产，半导体设备开启向上周期。根据 SEMI 统计，2021/2022 年全球预

计兴建晶圆厂 19 座、10 座，其中 12 寸厂 22 个、4/6/8 寸厂 7个，合计产能为 260 万/月(等

效 8寸)。分地域看，中国大陆和台湾地区新建晶圆厂数量最多，两年将分别新增 8座晶圆厂。
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晶圆厂大规模扩产将拉动 2021 年全球半导体设备市场规模高速增长至 953 亿美金（SEMI 预计

增速为 34%），2022 年有望突破 1000 亿美金，创历史新高。 

 

图 8：全球半导体设备市场规模（亿美元） 

 

资料来源：SEMI、Gartner、wind、民生证券研究院 

 

图 9：各地区 2021/2022 新建代工厂数目（个） 

 

资料来源：SEMI、民生证券研究院 
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2 本土晶圆厂积极扩产，设备需求空间巨大 

我们认为，未来五年国内代工厂&存储 IDM 扩产是国内设备的主要需求来源。我们通过“单

位产能所需设备量×扩产量”来计算国内设备需求，此处仅计算主要代工厂&存储 IDM 扩产量。 

（1）单位产能所需设备量：这里我们选取几条典型产线，以此计算不同尺寸晶圆、不同

制程产线所需设备量，包括中芯 T2、中芯 T3、台积电 12”（16/14nm）产线。 

（2）代工厂&存储 IDM 扩产情况：我们这里统计了未来五年国内主要代工厂及存储 IDM 的

扩产情况，包括中芯国际、华虹集团、粤新集团及长鑫、长存两大存储龙头。 

由于设备厂商已不生产 8寸设备，8寸产线扩产通常采用旧设备，因此我们测算不包含 8

寸产线所需设备。根据测算结果，预计21年大陆仅主要代工厂&存储IDM，在刻蚀/光刻/PVD+CVD

三大环节需要的设备量分别为 1198/182/2254 台。21-25 年，刻蚀/光刻/PVD+CVD 所需设备量

5 年合计值分别为 4513/593/8027 台。 

表 1：典型产线所需设备量、单位产能所需设备量 

1）典型产线所需设备 

 中芯 T2 中芯 T3 台积电 3D NAND 

产线 8''（成熟） 12''（成熟） 12''（16/14nm）  

产能（千片/月） 90 10 20  

炉管 113 22 79  

等离子刻蚀设备 92 25 104  

光阻涂胶机 39 7 21  

光刻机 39 8 12  

去胶机 32 8 16  

CVD 89 42 52  

PVD 43 24 50  

离子注入机 31 13 17  

CMP 33 12 30  

清洗设备 41 17 80  

2）单位产能所需设备（台/千片/月） 

炉管 1.3 2.2 4.0 4.0 

等离子刻蚀设备 1.0 2.5 5.2 7.0 

光阻涂胶机 0.4 0.7 1.1 0.8 

光刻机 0.4 0.8 0.6 0.8 

去胶机 0.4 0.8 0.8 0.8 

CVD 1.0 4.2 2.6 11.0 

PVD 0.5 2.4 2.5 1.0 

离子注入机 0.3 1.3 0.9 1.0 

CMP 0.4 1.2 1.5 1.8 

清洗设备 0.5 1.7 4.0 4.0 

资料来源：各产线环评文件、民生证券研究院 
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表 2：主要代工厂&存储 IDM 期末产能与新增产能  

期末产能（千片/月）  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1）中芯       

成熟制程（8''） 141 175 200 215 215 215 

成熟制程（12''） 50 62 74 84 94 100 

14/16nm 15 15 15 20 25 30 

2）华虹       

成熟制程（8''） 178 178 178 178 178 178 

成熟制程（12''） 75 130 155 155 155 155 

3)粤芯       

成熟制程（12''） 0 20 20 20 20 20 

4）存储       

长存 40 100 150 200 250 300 

长鑫 40 120 200 280 360 360 

新增产能（千片/月） 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1）中芯       

成熟制程（8''）  34 25 15 0 0 

成熟制程（12''）  12 12 10 10 6 

14/16nm  0 0 5 5 5 

2）华虹       

成熟制程（8''）  0 0 0 0 0 

成熟制程（12''）  55 25 0 0 0 

3)粤芯       

成熟制程（12''）  20 0 0 0 0 

4）存储       

长存  60 50 50 50 50 

长鑫  80 80 80 80 0 

资料来源：民生证券研究院整理  

 

表 3：设备测算合计（不含 8 寸）  

设备测算（台） 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1）代工厂成熟制程（12''）       

炉管  191 81 22 22 13 

等离子刻蚀设备  218 93 25 25 15 

光阻涂胶机  61 26 7 7 4 

光刻机  70 30 8 8 5 

去胶机  70 30 8 8 5 

CVD  365 155 42 42 25 

PVD  209 89 24 24 14 

离子注入机  113 48 13 13 8 

CMP  104 44 12 12 7 

清洗设备  148 63 17 17 10 

2）代工厂先进制程（12''）       

炉管  0 0 20 20 20 

等离子刻蚀设备  0 0 26 26 26 
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光阻涂胶机  0 0 5 5 5 

光刻机  0 0 3 3 3 

去胶机  0 0 4 4 4 

CVD  0 0 13 13 13 

PVD  0 0 13 13 13 

离子注入机  0 0 4 4 4 

CMP  0 0 8 8 8 

清洗设备  0 0 20 20 20 

3）存储       

炉管  560 520 520 520 200 

等离子刻蚀设备  980 910 910 910 350 

光阻涂胶机  112 104 104 104 40 

光刻机  112 104 104 104 40 

去胶机  112 104 104 104 40 

CVD  1540 1430 1430 1430 550 

PVD  140 130 130 130 50 

离子注入机  140 130 130 130 50 

CMP  252 234 234 234 90 

清洗设备  560 520 520 520 200 

4）合计       

炉管  751 601 562 562 233 

等离子刻蚀设备  1198 1003 961 961 391 

光阻涂胶机  173 130 116 116 49 

光刻机  182 134 115 115 48 

去胶机  182 134 116 116 49 

CVD  1905 1585 1485 1485 588 

PVD  349 219 167 167 77 

离子注入机  253 178 147 147 62 

CMP  356 278 254 254 105 

清洗设备  708 583 557 557 230 

资料来源：民生证券研究院整理  
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3 低自给率叠加国产化替代进程加快，大陆设备商步入
高增长机遇期 

大陆半导体产业历经四个发展阶段，现已步入快速发展期。1957-1975 年为中国半导体起

步阶段，部分半导体器件开始了初步的研发；改革开放后至 2000 年间，我国先后建立多条晶

圆产线，包括华虹集团成立。2000 年后，在政策的大力支持下，行业进入技术追赶阶段，国内

多家领先企业先后成立，包括 2000 年中芯国际、2001 年七星电子（现北方华创）、2004 年华

为海思、2004 年中微半导体。而 2006 年启动“02 专项”，更是为我国半导体发展指明了大方

向，以建立 90nm、65nm、45nm、28nm、14nm 等节点完整的供应链为目标。2014 年后，以“国

家集成电路产业投资基金”的成立为标志，我国半导体进入快速发展阶段。其中中芯国际于

2015 年和 2019 年分别实现 28nm 和 14nm 产品的量产，2016 年中国集成电路设计公司的总量

超过 1300 家、较 2015 年增加 117%，2019 年长江存储和长鑫存储实现了 Nand Flash 和 DRAM

的量产。 

大陆各类半导体设备发展成果不断涌现，目前部分厂商收获国际一线订单。2000 年初，

我国开始出现一批半导体设备公司。05-07 年，我国半导体设备初步发展，北方华创和中微分

别交付其首台刻蚀机。09-12 年，半导体设备成果初现，上海微电子交付第一台光刻机

SSB500/10A；北方华创突破了 PVD 中的溅射源设计技术等关键工艺，生产的 PVD 在国际上

具有竞争力；拓荆科技交付出第一台 CVD 设备 PF-300T 并通过中芯国际验收。16-20 年，设

备发展突破更近一步，上海微电子 90nm 光刻机 SSA600/20 通过验收；中微宣布其生产的 CCP

刻蚀机获得台积电 5nm 以下生产线订单；北方华创多款 ICP 刻蚀机突破 14nm；北方华创收购

Arikon，强化半导体清洗设备生产线。 

图 10：国内半导体历史线  

 

资料来源：中华人民共和国科技部、民生证券研究院 

注：蓝色是半导体行业发展历史，红色是半导体生产设备行业发展历史 

 

大陆设备国产化率低，本土厂商已基本实现半导体生产设备全链条覆盖。晶圆生产和测试

所用设备种类广，大陆企业已布局多数设备。1）蚀刻设备国产化率<20%：北方华创（硅蚀刻

和金属蚀刻）、中微半导体（等离子体刻蚀）、屹唐半导体（离子体蚀刻）。2）光刻设备国产化

2015-现在：本地替代阶段

•2017年长川科技上市

•2018年国产90nm光刻机项目正式通过

验收

•2018长江存储发布Xtacking技术

2008年之前：依赖国外技术

•2001年七星电子（现北方华创）成立

•2004年中微半导体成立

•2007年中微半导体交付第一台刻蚀机

2008-2015：自主研发阶段

•2008年“02专项”面向大学、半导体制造商、SPE供应商

开放，厂商可参与项目并申请补助。

2000-2014

技术追赶阶段

•2000年中芯国际在上海成立，

•2004年中芯国际北京12英寸晶圆厂启

动生产。

•2004年华为海思成立，

•2006年启动“02专项”

2014-现在

快速发展阶段

•2014年“国家集成电路产业投资基金”

成立，

•2016年中国集成电路设计公司的总量

超过1300家，较2015年增加117%

•中芯国际于2015年和2019年分别实现

28nm和14nm产品的量产；

•2018年中美贸易战，多家国内科技公

司被列入实体清单

•2019年长江存储和长鑫存储实现了

Nand Flash和DRAM的量产。

1956-1978

起步阶段

•1956年，中央政府首次呼吁发展半导体

行业，中科院邀请半导体行业学者回国

并在大学开设相关专业。

•1957-1975年，中国开发了晶体管、硅锭

、砷化镓晶片、MOS/CMOS电路、LSI和

1K DRAM。

1978-2000

IC生产初步阶段

•1980年建成3英寸晶圆厂

•1982年引入3英寸晶圆电视IC生产线；

•1986年，国内首家fabless模式公司华

大成立；

•1988年建设4英寸产线；

•1990年启动“908工程”

•1996年启动“909工程”

•1996年成立华虹集团

•1999年建成首座8英寸晶圆厂
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率<10%：上海微电子、芯碁微装。3）PVD/CVD 设备国产化率<10%：北方华创（PVD、CVD），沈

阳拓荆（CVD）。4）量测设备国产化率<10%：精测电子、华峰测控、长川科技、上海睿励。5）

清洗设备国产化率<10%：盛美半导体（清洗设备）、纯科技（清洗设备）。6）热处理设备国产

化率<20%：北方华创（氧化、扩散以及退火三环节均有设备）。7）离子注入设备国产化率<10%：

万业企业、中电科电子装备。8）CMP 设备国产化率<10%：华海清科等。 

图 11：国内半导体设备公司产品覆盖情况 

 

资料来源：中华人民共和国科技部、民生证券研究院 

注：蓝色是半导体行业发展历史，红色是半导体生产设备行业发展历史 

 

仍有众多生力军在快速发展。行业内仍有多数企业成立时间较短，规模较小，融资轮次多

处于 A轮以及战略投资，处于初级阶段。随着美国对中国半导体行业的技术封锁的加深以及全

球半导体产品紧缺的持续，政策支持力度持续加大，资金流入或大幅上涨进而支持企业快速发

展，贡献本土设备需求有生力量。 

  

设备分类 子类
国产

化率

商业

状况

世界领先企

业

北

方

华

创

中

微

半

导

体

盛

美

半

导

体

上

海

微

电

子

至

纯

科

技

芯

源

微

万

业

企

业

精

测

电

子

华峰

测控

长

川

科

技

上

海

睿

励

屹

唐

半

导

体

华海

清科

沈

阳

拓

荆

晶

盛

机

电

捷

佳

伟

创

芯

碁

微

装

天

通

吉

成

中

电

科

电

子

晶圆制造
晶圆生长设备

等
69% √

氧化 量产 √

扩散 量产 √

退火 量产 √

光刻机 DUV/EUV <10% ASML √ 4%

硅蚀刻 量产 √

介质蚀刻 量产 57% √

金属蚀刻 量产 √

涂胶 量产 72%

去胶 量产 √

PECVD
初次

订单
√ √

ALD
初次

订单
√ √

MOCVD 量产 22%

铝衬垫 量产 √

硬掩膜 量产 √

铜互联
初次

订单
√

高能 验证 √

大束流 验证 √ √

低束流

化学机械

抛光

（CMP）

<10%
重复

订单

AMAT、

Ebata
100% √ √

单片 量产 71% √ √

批量 量产 √ 10% √ √

模拟 量产 100% 22%

SoC 研发

存储
初次

订单
√

AMAT、

Axcelis

√ √

TEL、AMAT

、ASM、

Hitachi

LAM、TEL

、AMAT

KLA、AMAT

Teradyne、

Advantest、

Cohu

SCREEN、

LAM、TEL

AMAT、

Evatec

AMA、TEL

、LAM、

ASM、

AMEC

TEL、

Mattson

测试

计量测试 <10%
初次

订单

清洗设备 <10%

物理气相

沉积

（PVD）

<10%

离子注入 <10%

初次

订单
√

化学汽相

沉积

（CVD）

LPCVD

<10%

热处理 <20%

蚀刻机 <20%

光刻胶
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表 4：2020 年中国半导体设备行业投融资事件汇总（单位：亿人民币）     

序号 获投时间 公司名称 获投轮次 获投金额 投资方 

1  2020/12/26 悦芯科技 B 轮 1.5 未披露 

2  2020/12/2 悦芯科技 Pre-B 轮 未披露 国投创业 

3  2020/10/15 埃克斯工业 A 轮 0.5  达晨财智、红杉资本中国基金、中芯聚源 

4  2020/9/30 屹唐半导体 股权融资 未披露 
基石资本、深创投、元禾控股、红杉资本中国、华控

汇金、稳泰资产 

5  2020/9/25 中科飞测 股权融资 未披露 哈勃投资 

6  2020/8/12 中晟光电 新三板定增 1.13 
浦东科创领投，海通创新、张江科投、中科创星、同

祺投资、重庆冠达等跟投 

7  2020/6/16 比亚迪半导体 A+轮 8 

SK 集团，小米，招银国际，联想集团，中信产业基

金,ARM，中芯国际，上汽创 

投，北汽产投，深圳华强，蓝海华腾，英威腾等 

8  2020/6/16 广微集成 并购 0.43 民德电子 

9  2020/6/15 广奕电子 股权转让 未披露 成都广奕科技合伙企业（有限合伙） 

10  2020/6/4 广微集成 战略投资 0.26 民德电子 

11  2020/5/29 屹唐半导体 股权融资 未披露 金浦投资、鸿道投资、海松资本、招银国际资本 

12  2020/5/27 比亚迪半导体 A 轮 19 红杉资本，中金资本，国投创新，喜马拉雅资本等 

13  2020/5/7 派瑞股份 IPO 3.2 公开发行 

14  2020/4/21 鲁汶仪器 B 轮 2 
中科创星领投，中冀资本、中域资本、祥晖资本、红

星美凯龙、中杰投资等跟投 

15  2020/4/2 概伦电子 A 轮 1 
兴橙资本（领投）、英特尔投资 Intel Capital（领

投） 

16  2020/4/2 悦芯科技 A+轮 0.1 金浦投资、鸿道投资、海松资本、招银国际资本 

17  2020/3/31 华海清科 股权融资 未披露 

国投创业、金浦投资、国开科创、国开装备基金、浙

创投、石溪资本、中芯海河赛达基金、武汉建芯产业

基金、水木创投 

18  2020/3/23 普莱信智能 Pre-B 轮 0.4 蓝图创投领投，云启资本跟投 

19  2020/3/12 埃克斯工业 Pre-A 轮 0.5 红杉中国种子基金 

20  2020/3/4 兴科半导体 战略投资 2.4 
国家集成电路产业投资基金股份有限公司，兴森科

技，科学城投资 

资料来源：民生证券研究院整理  

 

低自给率叠加广阔发展空间，国产设备商迎来快速发展机遇。半导体设备中，体量最大的

三个环节为刻蚀设备（2020 年 177 亿美元）、光刻设备（2020 年 153 亿美元）、沉积设备（2020

年 142 亿美元），而各环节国产化率均较低，分别为<20%/<10%/<10%，国产替代空间巨大。而

从中外设备龙头公司体量来对比，国内龙头与国外龙头相差数十倍：营业收入上大陆企业目前

基本在 10 亿美元以内，而国外龙头已达到百亿美元级别；国内龙头均处于盈利初期，净利润

不过 1亿美元，而海外龙头净利润在几十亿美元；市值上，国内龙头达到百亿美元级别，而海

外已有市值过千亿美元的龙头。 
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图 12：中国半导体设备公司 2020 年营业收入（百万美元）  图 13：海外半导体设备公司 2020 年营业收入（百万美元） 

 

 

 

资料来源：Wind、民生证券研究院  资料来源：Wind、民生证券研究院 

 

图 14：中国半导体设备公司 2020 年净利润（百万美元）  图 15：海外半导体设备公司 2020 年净利润（百万美元） 

 

 

 
资料来源：Wind、民生证券研究院  资料来源：Wind、民生证券研究院 

 

图 16：中国半导体设备公司 2021/7/16 市值（百万美元）  图 17：海外半导体设备公司 2021/7/16 市值（百万美元） 

 

 

 

资料来源：Wind、民生证券研究院  资料来源：Wind、民生证券研究院 
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4 投资建议 

大陆半导体设备产业在经历依赖国外技术阶段、自主研发阶段后，已步入本土替代阶段。

从市场空间看，大陆已成为全球半导体设备最大需求市场，本土 foundry、存储 IDM 等大规模

扩产将推动市场持续增长。从自给率看，各品种设备自给率普遍低于 10%，少数低于 20%，整

体自给率水平偏低。我们认为大市场+低自给率，叠加国产替代大趋势，大陆整体半导体设备

板块迎来黄金增长期，建议关注各细分龙头：北方华创（刻蚀、PVD、CVD、ALD、炉管等）、芯

源微（涂胶显影设备）、中微公司（刻蚀设备）、华峰测控（测试设备）、芯碁微装（微纳直写

光刻设备）、万业企业（离子注入设备）、晶盛机电（晶圆制造设备）等，建议关注科创板拟上

市公司盛美股份（清洗设备）、华海清科（CMP 设备）、屹唐股份（刻蚀设备、去胶设备）等优

质企业。 

北方华创（002371.SZ）：大陆半导体设备平台型龙头企业，品类布局广度为大陆之最。公

司的前身七星电子成立于 2001 年，并于 2010 年在深交所上市，2016 年与北方微电子战略重

组后更名为北方华创。公司总部位于北京，并在上海、深圳、台湾、德国、美国等多地设立办

事处。公司是大陆领先电子制造装备及电子元器件供应商，现拥有半导体装备、真空装备、新

能源锂电装备及精密元器件四个业务板块，2020 年占公司总营收的比例依次为 41%、22%、3%

和 33%，占公司总毛利润的比例依次为 57%、7%、1%和 35%，半导体装备是公司业务的核心增

量。公司半导体设备包括等离子刻蚀设备（Etch）、物理气相沉积设备（PCD）、化学气相沉积

设备（CVD）、原子层沉积（ALD）、氧化扩散设备、清洗设备、紫外固化设备、气体质量流量控

制器、转移传送设备、辅助设备等，其中多种品类大陆领先。公司已与大陆主要晶圆厂包括中

芯国际、华虹、华力微、长江存储、合肥长鑫等建立深度合作，将有望享受大陆晶圆厂扩产及

设备国产化大趋势红利。 

芯源微（688037.SH）：大陆涂胶显影龙头企业。公司前身为沈阳芯源先进半导体技术有限

公司，于 2002 年 12 月由中科院沈阳自动化研究所发起设立。公司总部位于沈阳，并在苏州、

昆山、武汉、上海、台湾等多地设立办事处。公司产品主要包括涂胶显影设备和清洗设备，2020

年占公司总营收比例分别为 72%和 23%，占公司总毛利润的比例分别为 72%和 21%。公司涂胶显

影设备客户包括华力、中芯绍兴、士兰集科、上海积塔、株洲中车、青岛芯恩、中芯宁波、昆

明京东方等大陆主要半导体和面板制造商，Spin Scrubber 清洗设备已达到国际先进水平，已

通过中芯国际、上海华力、士兰集成等多客户验证，并获得大陆多家晶圆代工厂批量重复订单。 

中微公司（688012.SH）：大陆介质刻蚀设备龙头公司。公司成立于 2004 年，创始团队具

备多年行业经历，此前为全球半导体设备第一大供应商应用材料、第三大供应商 lam 等核心技

术人员。公司总部位于上海，并在台湾、新加坡、日本、韩国、美国等多地设立分支机构。现

阶段，公司主要包括刻蚀设备和 MOCVD 设备两条产品线，其中刻蚀设备主要聚焦介质刻蚀，为

大陆介质刻蚀设备龙头，MOCVD 设备主要用于 LED 行业，公司亦为该领域大陆龙头。从技术上

看，公司主攻目前行业主流的等离子体干法刻蚀设备，产品在逻辑集成电路制造环节已用于国

际主流代工厂 65nm 到 5nm 等先进生产线，在 3D NAND 制造环节已应用于本土大客户的 64 层

和 128 层产品线，正在根据客户需求开发新一代能够涵盖 128 层及以上关键刻蚀应用及对应
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的极高深宽比刻蚀设备，在 DRAM 制造环节，公司正配合本土大客户开发 1Xnm 设备。 

华峰测控（688200.SH）：。大陆半导体测试机龙头。公司成立于 1993 年，是大陆最早研

发、生产和销售半导体测试系统的企业之一，深耕行业近三十年，已成为大陆最大的半导体测

试系统本土供应商，技术指标与国际龙头比肩。公司产品包括测试系统和配件，2020 年占公

司总营收的比例为 93%和 7%，占公司总毛利润的比例为 93%和 7%。公司测试系统产品主要包括

STS8200 和 STS8300，其中 STS8200 测试机为公司核心产品，是用于模拟和分立器件测试的经

典畅销型号，2018 年新推出 STS8300 测试机用于模拟及数模混合芯片测试，能够测试更高引

脚数和更多工位产品。截止 2020 年底，公司产品累计出货量超过 3500 台。目前，公司核心客

户已覆盖国内外主流封测厂、IC 设计公司、功率分立器件公司，未来将有望受益封测和晶圆

厂扩产，以及本土模拟、功率、数模混合芯片、第三代化合物半导体芯片设计企业的崛起。 

芯碁微装（688630.SH）：大陆微纳直写光刻龙头。公司成立于 2015 年，聚焦微纳直写光

刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备。现阶段，公司产品线主要包括 PCB 直接成像设

备及自动化产线、泛半导体直写光刻设备及自动化系统，2020 年占公司总营收的比例分别为

91%和 4%，占公司总毛利润的比例分别为 87%和 4%。公司已积累了大量优质客户，包括 PCB 供

应商如宏华胜、健鼎科技、深南电路、景旺电子、胜宏科技等，FPD 供应商如国显光电，及 IC

领域科研单位如中国电子科技集团公司第十一研究所、中科大、中科院半导体所等。 

万业企业（600641.SH）：收购凯世通和 Compart，布局离子注入设备和气体输送领域。公

司成立于 1991 年，主营房地产业务。2017 年，公司开始转型，以自有资金 10 亿元认购首期

上海半导体装备材料产业投资基金，迈入半导体装备材料领域。2018 年，公司以 3.98 亿元收

购上海凯世通半导体股份有限公司100%股权，2020年凯世通定增后万业持股份额变成69.52%。

凯世通成立于 2009 年，聚焦离子注入设备，创始人为全球离子注入领域专家，曾带领美国团

队成功开发了两代大束流离子注入机，打入 28nm 产线。2020 年，凯世通获得多个不同类型 12

英寸低能大束流离子注入机和高能离子注入机订单，IC 离子注入机产品已进入大陆主流 12 寸

晶圆厂验证阶段。此外，公司于 2020 年 12 月牵头境内外投资人以 3.98 亿美元收购 Compart 

100%股权，公司间接持股 33.31%，为第一大股东。Compart 是气体输送领域的绝对龙头，总部

位于新加坡，在深圳和马来西亚库林分别设有工厂。 

晶盛机电（300316.SZ）：大陆长晶设备龙头。公司成立于 2006 年，成立之初便专注半导

体材料装备领域，2007 年成功研制国内首台全自动单晶硅生长炉，打破高端单晶炉被海外垄

断的局面，2012 年创业板上市。目前，公司 8 英寸半导体长晶设备及加工设备已实现批量销

售，12 英寸长晶设备、研磨和抛光设备已通过客户验证并实现销售，其他加工设备也陆续进

入客户验证阶段。此外，公司积极布局 SiC 领域，SiC 外延设备已通过客户验证。2020 年，公

司晶体硅生长设备占公司总营收比例为 69%，占公司总毛利润比例分别为 80%。 

盛美股份（A20142.SH）：大陆清洗设备龙头。公司成立于 2005 年，是美国特拉华州 ACMR

在上海投资设立的全资子公司。特拉华州 ACMR 成立于 1998 年，由美籍华人王晖博士牵头清华

校友创立的加利福尼亚州 ACMR 吸收合并重组而成。公司以清洗设备起步，立足自主创新，成

功研发出全球首创的 SAPS、TEBO 兆声波清洗技术和 Taboe 单片槽式组合清洗技术，可用于
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45nm 及以下技术节点的晶圆清洗领域。现阶段，公司产品线已扩产包括半导体清洗设备、先

进封装湿法设备、半导体电镀设备、立式炉管，2020 年占公司总营收的比例依次为 81%、10%、

5%、1%，占公司总毛利润的比例依次为 83%、8%、3%、0.5%。公司主要客户包括海力士、华虹、

长江存储、中芯国际、合肥长鑫、长电科技、通富微电、上海新昇等国内外半导体主流厂商。 

华海清科（A20569.SH）：大陆 CMP 设备龙头公司。公司成立于 2013 年，董事长及公司高

管、核心技术人员普遍来自于清华大学机械工程系。公司主要产品为化学机械抛光（CMP）设

备，2020 年占公司总营收的比例为 91%，占公司总毛利润的比例为 89%。公司推出了大陆首台

拥有核心自主知识产权的 12 英寸 CMP 设备并实现量产销售，是目前大陆唯一为集成电路制造

商提供12英寸CMP商业机型高端半导体设备制造商。公司所产主流机型已成功填补大陆空白，

打破了国际巨头数十年垄断。截止 2020 年年底，公司 CMP 设备已累计出货 58 台，在手订单

35 台，客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、合肥长鑫、厦门联芯、广州粤芯、

上海积塔等海内外主流晶圆厂。 

屹唐股份（A21193.SH）：大陆去胶和热处理设备龙头。公司成立于 2015 年，核心技术来

源于 2016 年收购的美国半导体设备供应商 Mattson Technology Inc.（MTI）。MTI 成立于 1998

年，是全球著名的半导体设备供应商之一。目前，屹唐产品主要包括 12 英寸晶圆厂用干法去

胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备等，2020 年占公司总营收比例依次为 64%、29%和 7%，

占公司总毛利润比例依次为 43%、52%、5%。干法去胶设备和快速热处理设备主要用于 90nm 到

5nm 逻辑芯片、10nm DRAM、32 层到 128 层 3D NAND 芯片制造产线，两种设备均为全球前三、

大陆龙头。干法刻蚀设备主要用于 65nm 到 5nm 逻辑芯片、10nm DRAM、32 层到 128 层 3D NAND

芯片制造产线。 

 

5 风险提示 

（1） 下游代工厂&IDM 扩产不及预期：受中美贸易摩擦影响&疫情下设备交货周期影响，代

工厂&IDM 扩产或存在延后风险。 

（2） 设备公司技术进步不及预期：目前我国设备公司仍处于技术追赶期，仍不能满足所有

制程、所有生产环节所需设备，仍需密切跟踪代工厂&IDM 招标情况。 
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